
ノートは6ページ以降にございます。
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■前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

後工程・実装装置は、メモリー市場の低迷による設備投資の延期等により減少するも、

微細化投資を背景とした米国向けプロセス装置の好調等により前年同期比＋11%

・ファインテックシステム

ＴＶ用液晶パネルの価格下落による液晶製造装置の設備投資延期やＨＤ関連製造装置のＴＶ用液晶 ネルの価格下落による液晶製造装置の設備投資延期やＨＤ関連製造装置の

設備投資減等により前年同期比△34%

・科学・医用システム

震災による前年度出荷予定分の当期計上や、医用・バイオ関連機器の新製品投入効果等により
前年同期比＋13%

・産業・ＩＴシステム産業 ＩＴシステム

震災による顧客減産の影響はあるものの、米国市場向け携帯電話の新規モデル立ち上げ等により
前年同期比＋2%

・先端産業部材

震災による工業材料および電子材料の需要低迷等により前年同期比△14%
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■前年同期比増減説明

各セグメント共、売上高と概ね同様の理由により営業損益が増減
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■前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

米国顧客向けプロセス装置の伸長等により前年同期比＋14%を予想

・ファインテックシステム

TV用液晶パネルの価格下落による液晶関連製造装置の設備投資延期や、ＨＤ関連製造装置への
設備投資減等により前年同期比△32%を予想設備投資減等により前年同期比△32%を予想

・科学・医用システム

半導体や新エネルギー関連分野での解析・汎用分析装置への投資回復や、医用・バイオ関連機器の
新製品投入等により、前年同期比＋15%を予想

・産業・ＩＴシステム

新規モデル立ち上げにより 米国市場向け携帯電話は好調なるも 震災の影響等による車載用HDDの新規モデル立ち上げにより、米国市場向け携帯電話は好調なるも、震災の影響等による車載用HDDの
取引減少等により、前年同期比△8%を予想

・先端産業部材

震災の影響等による工業材料・電子材料の需要低迷が継続し、前年同期比△5%を予想
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■前年同期比増減説明

各セグメント共、売上高と概ね同様の理由により営業損益が増減すると予想
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■半導体製造装置市場の状況説明

・１１年度：第1四半期はファウンドリやＭＰＵ、メモリーメーカーが積極的に投資したものの、

半導体在庫過剰により、第2四半期以降から設備投資を抑制している影響で前年同期比△6%を予想

・１２年度：ファウンドリ等の積極投資が一段落し、前年同期比△5%を予想

■実装装置市場の状況説明■実装装置市場の状況説明

・１１年度：スマートフォンおよびタブレット端末等の生産増加が進むが、ＰＣや薄型ＴＶの成長鈍化により、

第2四半期からＥＭＳ、ＯＤＭ*各社の投資制御が始まった影響で前年同期比△11％を予想

・１２年度：スマートフォン・タブレット端末の生産増に加え、Ｕｌｔｒａｂｏｏｋ投入によるＰＣ成長により、

中国等の大手ＥＭＳの増産投資を見込み、前年同期比+6%を予想

*Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｄｅｓｉｇｎ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ
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■受注高の推移

・１１／1H：ＤＲＡＭ関連メーカーの投資抑制等により、前年同期比△14%、前期比△3%

・１１／2H：マクロ経済の不透明感はあるも、最先端・微細化投資およびモバイル関連機器の

受注を確保し、前年同期比＋9%、前期比＋12%を予想
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■１１年度 前回予想比増減説明
プロセス製造装置
主要顧客の積極投資および適用プロセス拡大等により、前回予想比＋2%を予想

評価装置
メモリーおよびウェーハメーカーの検査装置導入計画遅延等により、前回予想比△5%を予想

後工程・実装装置
モバイル関連機器の投資は見込まれるものの ＤＲＡＭや ンシ 製品の需要が不透明なことによりモバイル関連機器の投資は見込まれるものの、ＤＲＡＭやコンシューマ製品の需要が不透明なことにより、
前回予想比△7%を予想
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■液晶関連製造装置の状況説明

・１１年度：韓国・台湾の中国投資案件は、マクロ経済の悪化で更に遅れる見込み。

投資規模・時期は依然として不透明で、前年同期比△9％を予想

・１２年度：中小型パネルへの投資は増加するも、韓国・台湾の中国投資案件が延伸の可能性あり。

2011年7月のSEAJ予測は＋11％であったが、足元の状況ではマイナス成長を予想

■HD関連製造装置の状況説明

・１１年度：景気悪化とPC需要の鈍化によるHDD成長率の下方修正および業界再編の影響により

増産投資計画が延期、前年同期比△39％を予想

・１２年度：１１年度のディスク、ガラスサブストレートの増産投資延期分の回復等により、

前年同期比＋39%を予想
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■受注高の推移

・１１／1Ｈ：前年同期比△61%、前期比△39%と大幅減

ＦＰＤ

露光・実装装置とも大型パネル向けの投資計画が遅延

ＨＤ

市況の悪化と業界再編による増産投資決定遅れで計画が遅延

・１１／2Ｈ：前年同期比＋127%、前期比＋275%を予想

ＦＰＤ

中国を中心とした、大型パネル投資関連設備と中小型パネルおよびタッチパネル向け投資を見込む

ＨＤ

新コンセプトのディスクテスタおよびガラスサブストレート検査装置の増産ラインへの展開や

ヘッド素子形状検査装置の既存顧客の深耕と新規顧客参入 を見込む
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■１１年度 前回予想比増減説明

ＦＰＤ関連製造装置

中国向け露光装置の計画延期等により、前回予想比△17％

ＨＤ関連製造装置その他

PC需要低迷によるHDD成長率の鈍化と業界再編による増産投資決定遅れ等により、前回予想比横ばい
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■１１年度 前回予想比増減説明

東日本大震災による混乱はあったものの、概ね堅調に推移

科学関連事業

解析装置

走査電子顕微鏡の新製品投入効果等により、前回予想比+8%を予想

分析装置

震災影響による混乱およびそれに伴う新型液体クロマトグラフの立ち上げ遅れ等により、

前回予想比△10%を予想

バイオ・メディカル事業

バイオ製品その他

新製品である第二世代ＤＮＡシーケンサの予定通りの投入により、前回予想比+1%を予想

生化学・免疫分析

新大形生化学・免疫統合システム等の拡販およびアジア向けの販売増により、前回予想比+6%を予想
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■１１年度 前回予想比増減説明

産業・ＩＴシステム

LIB等組立装置

自動車部品組立装置が震災および自動車減産の影響を受け苦戦するも、

LIB組立装置が車載および蓄電用途において好調なこと等から、前回予想比+4%を予想

車載用HDD等

震災によるサプライチェーンへの影響からのHDD用部品の供給不足等により、前回予想比△14%を予想震災によるサプライチ 影響から HDD用部品 供給不足等により、前回予想比△14%を予想

ITソリューション

米国市場向け携帯電話の新機種が順調に立ち上がったこと等により、前回予想比＋5%を予想

計装品その他

液晶関連装置（商事品）の販売不振等により、前回予想比△8%を予想

先端産業部材

光関連部材光関連部材

新興国での光伝送装置用モジュール、部品等の在庫調整等による販売不振等から、前回予想比△25%を予想

電子デバイス・材料

シリコンウェーハおよび液晶関連材料市況の軟化等により、前回予想比△17%を予想
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